	通孔元件的再流焊接技术  ****

	　　前言

　　印制板（PCB）组装厂家通过密切监控焊接工艺，成功地实现了使用表面组装再流焊接设备把通孔元件焊接到PCB上。通孔元件的再流焊接工艺是当对表面贴装元件进行焊膏丝印时通过将一定量的焊膏施加到印制电路板的通孔中。在将表面贴装元件贴装定位后，把通孔元件以自动或手工的方式插装到PCB，最后，整个组装板被传送到对流再流炉进行焊接。

　　这种技术能够用来制造较复杂的双面组装板，可替代波峰焊接工艺。几年来，欧洲和美国的主要几家公司对于采用了通孔元件技术的PCB设计一直使用这种焊接技术。

　　前几年，国内有几家生产厂家也将这种技术应用于彩电高频头（电子调谐器）的生产中。这几家生产单位是：无锡无线电六厂、上海金陵无线电厂、成都8800厂、重庆测试仪器厂和深圳东莞调谐器厂。

　　一些技术文献已对这种技术进行了公开的报导和论述，讨论了确定丝网开口尺寸所需的计算，以便提供一定量的焊膏来填充焊缝。这种技术不同于传统的波峰焊接工艺，波峰焊接对焊料的添加是不限量的，而再流焊接工艺则对添加焊料的要求很严格，其原则是添加的焊料量必须能够正好填满孔的所有缝隙、元件引线和工艺自身的需求。

　　通孔再流焊接工艺可达到6西格玛（Sigma）的结果，印制电路板能够通过验收和产品寿命测试程序，如象；冲击和振动或拉力测试。 

　　混合技术PCB采用再流焊接工艺的优点如下：

可靠性高，提高了焊接质量。 

桥接、虚焊等焊接缺陷少，大地降低了返修工作量。 

PCB板面干净，外观明显比波峰焊接工艺好。 

简化了工序。不再需要点涂或印刷贴片胶、波峰焊接、清洗工序。由于省去了以上工序，使操作和管理都简单化了。而且再流焊炉的操作比波峰焊机的操作简便得多。 

降低了成本，增加了效益。采用这种工艺，就不再需要波峰焊设备和清洗设备了以及与其相关的焊接材料和清洗材料和相应的劳动力。从而使成本有所下降。 

　　通孔焊点

　　通常，通孔元件的引线类型种类繁多，不同的厂家生产的元件，其引线类型有所不同。因此，任意一种设计计算必须符合各种元件的剖面形状。目前使用的引线类型主要有4种，见图1所示。 设计计算必须考虑引线的体积，并求出板两面的由平面到圆锥形不同类型的填角所需的焊料量。目前，对于焊缝所需的焊料量还没有制定出质量标准，因此，通常都是根据不同的要求来决定使用的焊料量的。图2所示是通用的一种焊点技术规范。
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图二

　　通用的焊点技术要求如下：

填角焊料应润湿元件引线一周达75%以上。 

板两面的平面或圆锥形填角焊缝应有所不同——有填角焊料的一面会在元件面上自然成形。 

内焊点中的孔洞将占总点体积的10%以下。 

　　工艺存在的问题

　　印刷：应对所需的焊膏量需进行精确的计算，以确保不会出现焊料过多或“开路”这样的缺陷。根据板设计约束条件，可采用两种方式来控制焊膏量。首先，根据模板技术（即开口尺寸和模板厚度），其次，根据印刷机刀片的角度和压力，控制推入镀覆通孔的焊料量。

　　再流：再流设备必须是易于控制的，而且可重复性应超过15CPK，具有温度均匀性和较大的工艺窗口也是很重要的。建议使用最少有5个可控区配置的设备，以确保最大的曲线柔性。这种曲线对于获得6西格玛（Sigma）质量等级是很重要的。使用标准的曲线可形成焊点。不过，其所获得的结果将是不同的。需对推荐使用的曲线以极慢的升温速度（每秒1℃）进行控制达到平衡曲线的目的，这样就可确保使焊点获得所需的所有金属成分，这样就可保证引线的腿和孔的周边都能填充足够量的焊料，形成良好的焊缝。为确保焊料的良好流动，建议将液相以上的温度曲线持续50秒左右，将最高温度曲线持续10~15秒钟。将冷却控制在每秒3－4℃并将其作为标准。

　　元件的要求：过去，对多数通孔元件的焊接，要求使用波峰焊接或手工焊接，因此，通孔元件只能承受250℃温度。切记：采用一台能够将温度区域的参数设置到极低（235~250℃）的条件下就能实现再流的完全对流再流设备是很重要的，这样就不会损坏元件。为实现低温的参数设置，排除大量的空气是很重要的，需对空气排除速率加以控制和全面的调整。表1是某些通孔元件的取样，已成功地用于表面组装再流炉的焊接中。

　　结论

表1 使用再流炉处理的通孔元件

0.100in 间距直管座
0.050in 间距直管座右铭
0.100in 间距有凸缘的管座
0.050in 间距单列有凸缘的管座
0.100in 双列有凸缘的管座
72针脚SIMM右角连接器
光纤传送和接收仪
5.15 和 25针脚D类型连接器
223针脚PGA插座
晶体
电源模块
按钮开关
 

　　印制电路板的组装厂家一直期望提高组装设备的通用性。目前已有了将通孔元件焊接到PCB的典型的表面组装再流炉的技术。然而，在实施这种技术之前，组装厂家必须密切关注所有的组装工艺参数，以确保通孔元件的再流焊接环境，使混合技术的PCB的再流焊接获得成功的推广应用。

　　更多技术文章请订阅《印制电路与贴装》
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